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DISPOSITIF A COMPOSANT SEMI-CONDUCTEUR MONTE SUR UN DISSIPATEUR DE CHALEUR, PROCEDE
DE MONTAGE, ET DISPOSITIF D'ECLAIRAGE POUR VEHICULE AUTOMOBILE COMPORTANT UN TEL

DISPOSITIF.

Dispositif comprenant au moins un composant semi-
conducteur (1) connecté a un élément d'interconnexion
électrigue (5), lequel élément d'interconnexion électrique (5)
est fixé sur un dissipateur (2) de chaleur et connecté a un
faisceau (3) de fils electriques, le faisceau (3) est relié mé-
canigquement et électriquement a I'élément d'interconnexion
électrique (5) par un connecteur (7) unique, le faisceau (3)
étant relié au dissipateur (2) par un moyen de tenue (8).
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Dispositif a composant semi-conducteur monté sur un dissipateur de

chaleur, procédé de montage,

et dispositif d’éclairage pour véhicule automobile comportant un tel

dispositif

Linvention concerne un dispositif a composant semi-
conducteur monté sur un dissipateur de chaleur, le composant semi-
conducteur étant connecté a un élément d’interconnexion électrique.

L'invention porte en outre sur un procédé de montage du
dispositif susmentionné, et sur un dispositif lumineux pour véhicule
automobile comportant un tel dispositif.

La présente invention trouve son application plus
particulierement dans le cadre du montage d’'une source de lumiére dans
un projecteur de véhicule automobile.

Dans le domaine de I'éclairage automobile, il est connu,
lorsque 'on utilise des diodes électroluminescentes (ou LEDs pour « Light-
Emitting Diodes » en anglais, qui est un composant semi-conducteur)
comme source de lumiére, de monter ces LEDs sur un élément
d’interconnexion électrique, par exemple de type carte de circuit imprimé
(ou carte de type PCB pour Printed Circuit Board en anglais), assurant la
connexion électrique entre les composants qui y sont montés, et de
disposer ensuite 'ensemble LED — PCB ainsi obtenu sur un dissipateur de
chaleur (typiquement un radiateur). Ce dissipateur, ayant pour vocation de
refroidir la LED en fonctionnement (et de fonctionner comme un radiateur
de projecteur), est par apres monté dans le projecteur sur un support, par
exemple un réflecteur du projecteur.

En particulier, la soudure des composant sur la carte de
circuit imprimé consiste en un procédé de dépose d'une pate a braser,
placement des composants suivi d’un passage dans un four de refusion ou
la pate a braser va fondre puis se resolidifier afin de fixer les composants

électroniques. Parmi ces composants électroniques, on trouvera par
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exemple une ou des LEDs, un connecteur, des capacités, des résistances.
En outre, afin d’assurer la connexion électrique des composants avec le
reste du véhicule, on soude également sur la carte une premiére partie de
connecteur (partie femelle). La carte assemblée est ensuite placée sur le
dissipateur de chaleur qui est apres disposé sur le support du projectedur.

Une fois le dissipateur de chaleur placé sur son support, la
liaison électrique entre la carte de circuit imprimé et le reste du véhicule est
réalisée par la jonction d’'une deuxieme partie de connecteur (partie méle) a
la premiére, la deuxiéme partie de connecteur étant reliée électriquement a
un faisceau de fils électriques destiné a opérer ladite liaison.

De cette facon, le placement du dissipateur de chaleur sur le
support n'est pas perturbé par la présence de fils électriques flottants qui
peuvent étre une entrave a un montage rapide dés lors que ces fils
électriques sont libres de se mouvoir et doccuper les espaces de
connexions définis entre le dissipateur et le support.

Toutefois, si le procédé connu de I'état de l'art permet a
lopérateur qui réalise le montage du composant semi-conducteur de se
liérer dune étape additionnelle de gestion des fils électriques lors du
placement du dissipateur de chaleur sur son support, ce dernier présente
toutefois un écueil majeur : il est colteux, dans la mesure ou, d’'une part, le
choix des matériaux relatifs a la fabrication de la premiére partie de
connecteur est dicté par des contraintes de mise en ceuvre de la carte de
circuit imprimé, a savoir, de hautes températures (dans une plage de
valeurs comprises entre environ 200°C et environ 300°C) auxquelles la
premiére partie de connecteur doit résister. Ces températures
correspondent en effet aux températures rencontrées lors de I'étape de
soudure de la premiére partie de connecteur montée sur la carte de circuit
imprimé. D’autre part, le procédé de montage tel que connu de I'état de l'art
est particulierement long puisqu'une fois le dissipateur placé sur son
support d'éclairage, il y a ensuite lieu de connecter la deuxiéme partie de

connecteur, reliée au faisceau de fils électriques, a la premiére partie de
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connecteur présente sur la carte de circuit imprimé, et ce, dans un espace
confing, et donc peu accessible, défini entre le support et le dissipateur, ce
qui peut s’avérer difficile. Cette difficulté est en outre augmentée par la
présence des fils électriques flottants qui génent la visibilité de 'opérateur
lors de l'opération de connexion des deux parties de connecteur et qui sont
en outre susceptibles de s'intercaler entre les éléments mécaniques a
monter, a cette étape du processus ou a une étape ultérieure.

Ensuite, le procédé connu de l'état de l'art nécessite des
opérations additionnelles, et ultérieures a la connexion des deux parties de
connecteur, qui consistent en la réalisation de tests avec un matériel dédié
pour vérifier que la connexion entre les deux parties de connecteur est
correctement établie.

La durée du procédé connu de l'état de l'art constitue sans
aucun doute une perte de rentabilité lorsqu’il s'agit de mettre en ceuvre un
tel procédé a grande échelle (c'est-a-dire sur une série de projecteurs
traités a la chaine).

L’invention a pour but de pallier les inconvénients de I'état de
la technique en procurant un procédé de montage d’un dispositif lumineux
de réalisation moins onéreuse tout en permettant une fiabilité satisfaisante
ainsi qu'un assemblage aisé et donc rapide des différents éléments dudit
dispositif lumineux.

Pour résoudre ce probleme, il est prévu suivant l'invention un
dispositif comprenant au moins un composant semi-conducteur connecté a
un élément dinterconnexion électrique, lequel élément d’interconnexion
électrique est fixé sur un dissipateur de chaleur et connecté a un faisceau
de fils électriques, le faisceau étant relié mécaniquement et électriquement
a l'élément dinterconnexion électrique par un connecteur unique, le
faisceau étant relié au dissipateur par un moyen de tenue.

L’invention porte également sur un procédé de montage d’'un composant

semi-conducteur sur un dissipateur de chaleur, le composant semi-
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conducteur étant connecté a un élément d’interconnexion électrique, lequel
procédé comporte :

- une premiere étape de fixation et de connexion d'un
faisceau de fils électriques sur I'élément d’interconnexion
électrique ;

- une deuxiéme étape de fixation du faisceau sur le
dissipateur de chaleur ; et

- une troisieme étape de fixation de [élément
d’interconnexion électrique sur le dissipateur de chaleur.

De cette fagon, dans le cadre de I'application particuliere de
linvention qui concerne le montage d’'une source de lumiére dans un
projecteur de véhicule automobile, I'opérateur peut d’abord fixer le faisceau
a I'élément d’interconnexion électrique (par exemple une carte de circuit
imprimé), fixer le faisceau au dissipateur de chaleur, fixer la carte de circuit
imprimé sur le dissipateur, pour ensuite placer le dissipateur de chaleur sur
le support du projecteur, de fagon a, d’'une part, permettre a 'opérateur de
se libérer de la gestion du faisceau lors de la fixation de la carte et du
dissipateur de chaleur, et, d'autre part, d'éviter le déplacement libre du
faisceau lors du montage du dispositif lumineux.

Ainsi, le montage d'un composant semi-conducteur sur un
dissipateur de chaleur suivant [l'invention permet, non seulement un gain
de temps de montage dans la mesure ou lopérateur peut d'abord
facilement connecter le faisceau a la carte de circuit imprimé pour ensuite
fixer et guider le faisceau dans une position non contraignante lors du
montage de la carte et du dissipateur de chaleur, mais aussi un gain en
cout de fabrication de la carte de circuit imprimé puisqu’il n'est plus
nécessaire de disposer d’'une premiere partie de connecteur placée sur la
carte et agencée pour étre connectée a une deuxieme partie de connecteur
reliée au faisceau de fils électriques.

En fait, linvention permet a lopérateur d'utiliser un seul

connecteur de type monobloc qui peut étre fixé a la carte de circuit
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imprimé. Ce connecteur est inséré dans des trous métallisés de la carte
électronique pour étre fixé par soudure a la vague sélective. Le boitier du
connecteur subira des températures bien inférieures aux températures
comprises entre 200°C a 300°C qui sont utilisées dans un four a refusion
conventionnel.

Ce connecteur unique ne doit donc plus obligatoirement étre
réalis€ en un matériau spécifiguement adapté pour supporter les
températures élevées relatives au four a refusion conventionnel.

De maniére additionnelle, il est observé que létape de
fixation du faisceau de fils électriques sur le dissipateur de chaleur permet,
en fonctionnement, d’éviter une usure par frottement du faisceau sur la
surface ou sur les angles du dissipateur de chaleur ou du support dés lors
que le faisceau n'est plus libre de se mouvoir sous l'effet des vibrations
engendrées par le fonctionnement du véhicule automobile puisqu’il est
maintenu dans une position prédéfinie.

Selon différents modes de réalisation du dispositif selon
invention, qui pourront étre pris ensemble ou séparément :

- le composant semi-conducteur est une puce émettrice
semi-conductrice, de préférence une diode
électroluminescente ;

- le dissipateur de chaleur est relié a un support de
projecteur de véhicule automobile, de préférence a un
réflecteur de projecteur de véhicule automobile ou dans
un support de feux arriére de véhicule ;

- lélément d’interconnexion électrique est une carte de
circuit imprimé ;

- le faisceau est relié au dissipateur par un moyen de tenue
comprenant au moins une premiére patte formée en saillie
depuis une surface du dissipateur de chaleur, le faisceau
de fils électriques étant maintenu entre ladite patte et la

surface,
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le moyen de tenue comprend une deuxieéme patte formée
en saillie depuis la surface du dissipateur de chaleur, le
faisceau de fils électriques étant maintenu entre la
premiere et la deuxiéme patte et la surface ;

le faisceau est relié mécaniquement au dissipateur par un
moyen de tenue comprenant une premiere partie formée
par un collier de serrage traversé par ledit faisceau et
d'une deuxiéme partie formée d'un pied en un matériau
isolant thermique fixant le collier de serrage au dissipateur
de chaleur ; le dissipateur est sensiblement en forme de
L;
le moyen de tenue est sur I'une des branches du L du
dissipateur ;

le dissipateur comprend des ouvertures.

Selon différents modes de réalisation du procédé selon

invention, qui pourront étre pris ensemble ou séparément :

la premiére étape consiste en une fixation et une
connexion électrique d’un connecteur, lequel connecteur
est relié électriquement et mécaniquement au faisceau,
sur I'élément d’interconnexion électrique ;

la deuxiéme étape consiste en une amenée du faisceau
entre au moins une premiére patte formée en salillie
depuis une surface du dissipateur de chaleur et la surface
du dissipateur de chaleur, de sorte que le faisceau soit
maintenu entre ladite patte et la surface du dissipateur de
chaleur ;

la deuxieme étape consiste en outre en une amenée du
faisceau entre une deuxiéme patte formée en saillie
depuis la surface du dissipateur de chaleur et la surface

du dissipateur de chaleur, de sorte que le faisceau soit
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maintenu entre la premiere et la deuxieme pattes et la
surface du dissipateur de chaleur ;

- la deuxieme étape consiste en une amenée du faisceau a
travers un collier se serrage, le collier se prolongeant par
un pied réalisé en un matériau isolant thermique, le collier
étant fixé au dissipateur par ledit pied ;

- la deuxiéme étape de fixation du faisceau est réalisée
antérieurement ou postérieurement a la réalisation de la
troisieme étape de fixation de I'élément d’interconnexion
électrique sur le dissipateur de chaleur; et

- le procédé selon [linvention comprend en outre une
quatrieme étape de montage du dissipateur de chaleur
sur un support d’'un projecteur de véhicule automobile.

Enfin, linvention porte sur un dispositif lumineux pour
véhicule automobile, comportant le dispositif selon l'invention.

D'autres caractéristiques et avantages de [linvention
ressortiront de la description donnée ci-apres, a titre non-limitatif.

Les figures 1a a 1e illustrent un premier mode de réalisation
du procédé de montage d'un composant semi-conducteur sur un
dissipateur de chaleur selon l'invention.

Les figures 2a et 2b illustrent un deuxiéeme mode de
réalisation du procédé de montage d’'un composant semi-conducteur sur un
dissipateur de chaleur selon l'invention.

Les figures 3a et 3b montrent le dispositif issu du premier
mode de réalisation du procédé de la présente invention.

Les figures 4a et 4b illustrent le dispositif selon les figures 3a
et 3b dans un projecteur.

Sur ces figures les éléments analogues présentent la méme

référence.
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Les étapes de montage d’'un composant électronique a semi-
conducteur 1 sur un dissipateur de chaleur du premier mode de réalisation
du procédé de la présente invention sont illustrées dans les figures 1a a 1e.

Le procédé de montage susmentionné comprend une
premiere étape 1a dans laquelle un faisceau 3 de fils électriques est fixé a
une face dorsale d'un élément d’interconnexion électrique 5 qui est une
carte de circuit imprimé (carte PCB) supportant sur sa face frontale 6 le
composant semi-conducteur par exemple une diode électroluminescente
(LED) 1 (figure 1a). Une variante au mode de réalisation dans lequel la
LED est montée sur la carte PCB 5 consiste en ce que la LED soit
directement montée sur le dissipateur de chaleur puis connectée a la carte
PCB, par exemple par soudage par fil.

Lors de cette premiére étape, le faisceau 3 de fils électriques
est fixé a la carte PCB 5 par l'intermédiaire d’'un connecteur monobloc 7 (ou
connecteur unique) relié électriqguement et mécaniquement au faisceau 3,
de sorte que la carte PCB 5 soit connectée physiquement et électriquement
a chacun des fils électriques du faisceau 3.

La connexion est réalisée par linsertion, a partir de la face
dorsale de la carte PCB 5, d'une pluralité de contacts 7a présente sur le
connecteur monobloc 7 dans des trous 7b métallisés de connexion formés
dans la carte PCB 5, le connecteur 7 étant ensuite soudé directement a la
carte PCB 5 par soudure a la vague.

La figure 1b, illustre la deuxiéme étape 1b de fixation du
faisceau 3 sur le dissipateur 2 de chaleur par l'intermédiaire d’'un moyen de
tenue 8 du faisceau 3.

Le dissipateur 2 de chaleur est défini par une premiére partie
P+ et une deuxieme partie P, reliées directement 'une a l'autre et par
exemple sensiblement en forme de ‘L, c'est-a-dire orientées de sorte qu’un
premier plan tangent a la premiére partie et un deuxieme plan tangent a la

deuxiéme partie forment un angle substantiellement droit.
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De préférence, le dissipateur 2 comporte des ouvertures
destinées a permettre la circulation de l'air.

Dans le premier mode de réalisation du procédé selon
linvention, la deuxieme étape 1b consiste en une amenée du faisceau 3 a
travers une premiére partie du moyen de tenue 8 qui est un collier 8a de
serrage, le collier 8a se prolongeant par une deuxieme partie du moyen de
tenue 8 qui est un pied 8b encliquetable.

Le pied 8b comprend une branche d’encliquetage 8c et deux
ailerons 8d, 8d’ d’appui sur le dissipateur 2 de chaleur.

La branche dencliquetage 8c prend naissance sur une
extrémité du pied 8b ou sont reliés chacun des ailerons 8d, 8d’ et présente
deux coudes 8e, 8e' (ou ailettes) faisant saillie a partir de la branche
d’encliquetage 8c dans des directions opposées 'une a l'autre, de fagon a
former une fleche d’encliquetage composée de la branche d’encliquetage
8c et des deux coudes 8e, 8e', cette fleche étant agencée pour étre
introduite dans un premier orifice 8f présent sur le dissipateur 2 de chaleur,
par exemple sur sa deuxieme partie P2.

Une fois le faisceau 3 pris dans le collier de serrage 8a, la
branche d’encliquetage 8c est introduite (figure 1c) dans le premier orifice
8f de sorte que les coudes 8e, 8e' traversent entierement le premier orifice
8f et que, lorsque la branche dencliquetage introduite dans le premier
orifice 8f, les deux ailerons 8d, 8d’ prennent appui sur une premiere face 9
de la deuxieme partie P, tandis que les coudes 8e, 8e' prennent appui sur
une deuxieme face 9’ de la deuxiéme partie P, opposée a la premiére face
9. De cette facon, le pied 8b est maintenu en appui sur chacune des
premiere et deuxieme faces 9,9’ de la deuxiéme partie P, du dissipateur 2
de chaleur et le collier 8a est ainsi reli€ au dissipateur 2 de chaleur.

De préférence, la branche dencliquetage 8c et les deux
coudes 8e, 8e' ne forment qu’'une seule piece de d'attache en forme de
fleche réalisée en un matériau souple, de sorte que cette piece d’attache

puisse étre facilement introduite a travers le premier orifice 8f par simple
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poussée, la piece de connexion, et en particulier les coudes 8e,8¢e', pouvant
se déformer lors du passage a travers le premier orifice 8f et reprendre
ensuite sa forme initiale de fleche, de fagon a ce que les coudes 8e,8¢'
puissent prendre appui sur la deuxieme face 9 de la deuxiéme partie P> du
dissipateur 2 de chaleur.

De préférence, le pied 8b est réalisé en un matériau isolant
thermique de sorte que le faisceau 3 soit découplé thermiquement du
dissipateur 2 de chaleur lorsque la LED 6 est en fonctionnement et qu’il y
échauffement du dissipateur 2 de chaleur.

Une fois le faisceau 3 fixé au dissipateur 2 de chaleur, la
carte PCB 5 est fixée, lors d'une troisieme étape 1d (figure 1d), sur la
premiere partie P du dissipateur 2 de chaleur.

La fixation de la carte PCB 5 (figure 1c) est réalisée par tout
moyen connu, par exemple par sertissage d’au moins un pion 51 de forme
générale cylindrique faisant saillie depuis la premiére partie P1 du
dissipateur 2 de chaleur et agencé pour étre inséré dans un deuxiéme
orifice 52 (ou une cavité) agencé dans la carte PCB pour accueillir de
maniére ajustée le pion 51, lequel sera alors écrasé pour venir remplir
lorifice 52 de sorte que la carte soit connectée de maniére irréversible a la
premiere partie P du dissipateur 2 de chaleur.

De préférence, la carte PCB 5 est en contact thermique avec
le dissipateur 2 de chaleur, de fagon a pouvoir contréler la température du
dissipateur 2 de chaleur et a moduler lintensité du courant électrique
traversant la LED afin de garantir sa fiabilité en évitant de dépasser sa
température de jonction minimale. La température peut étre contrdlée par
I'intermédiaire d’une thermistance connectée a la LED et a la carte PCB 5.

De préférence, les étapes 1a a 1d du premier mode de
réalisation du procédé revendiqué sont réalisées de maniére consécutive,

mais pas obligatoirement.
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Avantageusement, la deuxiéme étape 1b de fixation du
faisceau 3 est réalisée antérieurement ou postérieurement a la réalisation
de la troisiéme étape 1c de fixation de la carte PCB 5.

Des lors que le faisceau 3 et la carte PCB 5 sont fixés au
dissipateur 2 de chaleur pour former un dispositif formant un ensemble
dissipateur 2 — faisceau 3 — carte PCB 5 tel quiillustré a la figure 3, cet
ensemble peut ensuite étre monté, lors d'une quatrieme étape, illustrée
figure 1e, sur un support 10 d’'un projecteur de véhicule automobile.

Dans une variante de réalisation, 'ensemble peut étre monté
aussi bien sur un support de projecteur avant que sur un support de feux
arriéere du véhicule.

Comme le montrent les figures 3a et 3b, apres la réalisation
des étapes 1a a 1d, on obtient un premier dispositif comprenant une LED 1
portée par la cate PCB 5 a laquelle la LED 1 est connectée
électriquement. La carte PCB 5 est fixée sur la premiére partie Py du
dissipateur 2 de chaleur et connectée au faisceau 3 de fils électriques par
le connecteur monobloc 7. Le faisceau 3 est fixé sur la deuxiéme partie P,
du dissipateur 2 de chaleur par lintermédiaire du moyen de tenue 8
comprenant le collier de serrage 8a traversé par le faisceau 3 et le pied 8b
fixant le collier de serrage 8a au dissipateur 2 de chaleur.

La quatrieme étape de montage du dissipateur 2 de chaleur
sur un support 10 d'un projecteur de véhicule automobile est représentée
sur les figures 4A et 4B. Elle est réalisée en reliant par exemple la premiere
partie P4 du dissipateur 2 de chaleur au support 10 par l'intermédiaire de

moyens de connexion comprenant par exemple :

une vis 10a agencée pour traverser un troisieme orifice
présent sur la premiére partie P et pour étre logée dans
une deuxiéme cavité 10b du support 10 présentant un pas
de vis interne complémentaire a celui de la premiere vis ;

et
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- un pion de positionnement 10e du réflecteur permet
d’'assurer le positionnement du radiateur dans la direction
Y (axe horizontal perpendiculaire au mouvement du
véhicule, repére usuel utilisé par 'opérateur) a travers le
trou oblong 10d.

Comme le montrent les figures 4a et 4b, la quatrieme étape
permet dobtenir un dispositif lumineux pour véhicule automobile
comprenant le premier dispositif décrit ci-dessus qui est relié au support 10
du projecteur.

Lors de la réalisation de cette quatrieme étape 1e, le
placement du dissipateur 2 de chaleur sur le support 10 n'est pas perturbé
par la présence de fils électriques flottants et est donc réalisé plus
rapidement que le procédé de montage de I'état de l'art.

En outre, dans le procédé selon l'invention, le connecteur,
dés lors qu'il est connecté a la carte PCB avant la fixation de cette derniere
sur le dissipateur de chaleur, ne doit plus obligatoirement étre un
connecteur en deux parties, en particulier, comme expliqué plus haut, un
connecteur monobloc sera privilégié puisque ce choix constitue un gain de
matériau et, en outre, ce connecteur ne doit plus obligatoirement étre
soudé par un procédé de soudure nécessitant un matériau spécifiquement
adapté pour supporter les températures élevées comprises entre 200°C a
300°C

Un deuxiéme mode alternatif de réalisation du procédé selon
invention est illustré aux figures 2a et 2b.

Ce deuxieme mode de réalisation présente une premiére et
une quatrieme étape commune a celle du premier mode de réalisation.

Par contre, ce deuxieme mode differe du premier mode de
réalisation en ce que la deuxieme étape 2b consiste en une amenée du
faisceau 3 entre une premiére patte 11a et une deuxiéme patte 11b et une
surface S du dissipateur 2 de chaleur définie sur la premiére face 9 du

dissipateur 2. De cette facon, le faisceau 3 est maintenu entre les pattes
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11a, 11b et la surface du dissipateur de chaleur, chacune des pattes étant
formée en saillie depuis la surface S. Dans une variante de réalisation, il
n'est formé qu’'une seule patte a partir du dissipateur 2 pour maintenir le
faisceau 3, patte qui pourra au besoin étre repliée aprés agencement du
faisceau afin de bloquer les potentiels mouvements relatifs du faisceau
électrique.

Eventuellement, la deuxieme partie P, du dissipateur
comprend un quatrieme orifice 12, chacune des pattes 11a,11b faisant
saillie a partir du bord du quatrieme orifice 12 sous les pattes 11a, 11b
reliant la premiére face 9 a la deuxiéme face 9.

La présence de ce quatrieme orifice permet de faciliter le
placement de faisceaux 3 de diamétres élevés puisque, lors du placement
de ce type de faisceau entre le dissipateur et chacune des pattes 11a, 11b,
une partie du faisceau, dont le diamétre est par exemple supérieur a la
distance L, définie entre les pattes 11a,11b et un plan horizontal passant
par la surface S, peut étre logée dans lorifice 12 et le faisceau est
maintenu en étau entre, d'une part, les deux pattes 11a, 11b, et, d'autre
part, une premiére 13 et une deuxiéme 14 parties de surface S définies de
part et d’'autre de l'orifice 12.

Dans ce contexte, le deuxiéme mode de réalisation du
procédé de montage est moins onéreux et plus rapide que le premier mode
de réalisation pour ce procédé. En effet, puisque le faisceau est
directement reli€ au dissipateur 2 par les pattes 11a, 11b formées en saillie
depuis la surface S du dissipateur 2 de chaleur, on évite l'utilisation d'une
piece spécifique sur le faisceau électrique du radiateur.

Le dispositif obtenu du deuxiéme mode de réalisation du
procédé selon linvention difféere donc du premier dispositif issu du premier
mode de réalisation du procédé de montage en ce que le moyen de tenue
8 est comprend une premiére et une deuxieme pattes 11a,11b formées en

saillie depuis la surface S (figure 2a) du dissipateur 2 de chaleur, le
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faisceau 3 de fils électriques étant maintenu entre la premiére et la
deuxiéme pattes 11a,11b et la surface S.

Si la description porte sur un mode de réalisation préférentiel
du procédé selon l'invention et du dispositif obtenu par un tel procédé dans
lequel le composant semi-conducteur est une diode électroluminescente, le
dissipateur est un radiateur de projecteur, et I'élément dinterconnexion
électrique est la carte PCB, il est entendu que la présente invention n'est
pas limitée a ces caractéristiques mais couvre aussi d'autres formes de
réalisation faisant intervenir dautres composants semi-conducteurs,
d’autres dissipateurs de chaleur du composant semi-conducteur, ainsi que

d’autres éléments d’interconnexion électrique.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif comprenant au moins un composant semi-
conducteur (1) connecté a un élément d’interconnexion électrique (5),
lequel élément d’interconnexion électrique (5) est fixe Sur un dissipateur
(2) de chaleur et connecté a un faisceau (3) de fils électrigues, le
faisceau (3) est relié mécaniquement et électriquement a I'élément
d’interconnexion électrique () par un connecteur (7) unique, caractérisé
en ce que le faisceau (3) est relié au dissipateur (2) par un moyen de
tenue (8). |

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le
composant semi-conducteur (1) est une puce émettrice semi-
conductrice, de préférence une diode électroluminescente.

3. Dispositif selon Fune des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dissipateur (2) de chaleur est relié a un support
(10) dans un projecteur de véhicule automobile, de préférence a un
réflecteur, ou dans un support de feux arriere de véhicule.

4. Dispositif selon 'une des revendications 1 é 3, caractérisé
en ce que I'élément d’interconnexion électrique (5) est une carte de
circuit imprime. v

5. Dispositif selon 'une quelconque des revendications 1 a 4,
caractérisé en ce que le moyen de tenue (8) comprend au moins une
premiere patte (11a) formée en saillie depuis une surface (S) du
dissipateur (2) de chaleur, le faisceau de fils électriques (3) étant
maintenu entre ladite patte (11a) et la surface (S).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que le
mbyen de tenue (8) comprenant une deuxiéme patte (11b) formée en
saillie depuis la surface (S) du dissipateur (2) de chaleur, le faisceau de
fils électriques (3) étant maintenu entre la premiére (11a) et la deuxiéme
(11b) pattes et la surface (S). |

7. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 a 4,

caractérisé en ce que le faisceau (3) est relié mécaniquement au

3026468
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dissipateur (2) par un moyen de tenue (8) comprenant une premiére
partie formée par un collier (8a) de serrage traversé par ledit faisceau (3)
et d’'une deuxiéme partie formée d'un pied (8b) en un matériau isolant
thermique fixant le collier de serrage (8a) au dissipateur (2) de chaleur.

8. Dispositif selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé par le fait que le dissipateur (2) est sensiblement en forme de
L.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé par le fait
que le moyen de tenue (8) est sur l'une des branches du L du
dissipateur (5)

10. Dispositif selon une des revendications précédentes,
caractérise par le fait que le dissipateur (2) comprend des ouvertures.

11. Procédé de montage d'un composant semi-conducteur
(1) sur un dissipateur (2) de chaleur, le composant semi-conducteur (1)
étant connecté a un élément d’interconnexion électrique (5), lequel
procédé est caractérisé par : ‘

- une premiére étape (1a) de fixation et de connexion d’un
faisceau de fils électriques (3) sur [élément
d’interconnexion électrique (5) par un connecteur (7)
unique ;

- une deuxieme étape (1b) de fixation du faisceau (3) sur le
dissipateur (2) de chaleur par un moyen de tenue (8) ; et

- une troisitme étape (1c) de fixaton de I'élément
d’'interconnexion électrique (5) sur le dissipateur (2) de
chaleur.

12. Dispositif lumineux pour véhicule automobile, caractérisé

en ce quil comporte le disposit'if' selon I’uné guelconque des

revendications 1 a 10.
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